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(57) Die Erfindung betrifft eine Warmeableitungsvorrichtung fiir auf Multichiptréger gebondete elektronische
Schaltungen, deren Verlustleistungswérme iber Warmeleitstempel an das Schaltungsgehéuse weitergeleitet wird.
Ziel der Erfindung ist es, von drahtgebondeten Chips von'der Bondseite einfach und effektiv die
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bleiben und keine mechanische Belastung der Bonddréhte auftreten. ErfindungsgemaR wird die Aufgabe dadurch
geldst, daB auf dem Chip ein Warmeleitstempel angeordnet ist, der iber Warmeleitmittel Wérmekontakt zum
Schaltungsgehause aufweist. Figur
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Titel der Erfindung , _
Warmeableitungsvorrichtung fir auf Multichiptréger gebon-
dete elektronische Schaltungen

Anwendungsgebiet der Erfindung o

Die Erfindung betrifft eine Warmeleitungsvorrichtung fiir auf
Multichiptrédger gebondete elektronische Schaltungen, deren
Verlustleistungswéarme iiber Warmeleitstempel an das Schaltungs-
gehéduse we1tergele1tet wird,

Charakteristik der bekannten technischen Losungen

Die fortschreitende Technologie im Aufbau elektronischer
Gerédte hat zu einer ungewdhnlich hohen Packungsdichte der
elektronischen Schaltungsbausteine gefiihrt. In immer groBerem
Umfang werden integrierte Halbleiterbausteine eingesetzt und
gleichzeitig der mechanische Ger&teaufbau verkleinert. Beson-
ders in der elektronischen Datenverarbeitung wirkt sich die
Verringerung des Bauvolumens glinstig auf die Minimierung der
Signallaufzeiten aus. Ein unerwiinschter Effekt der hohen
Packungsdichte tritt aber durch die Zunahme der Verlustwérme
pro Baugruppenvolumen ein, Weiterhin sind die elektronischen
Schaltungsbausteine empfindlicher gegenlber hdheren Betriebs-
temperaturen. | o

Um die Funktion der elektronischen Gerite sicherzustellen, ist
€s notwendig, die durch elektrische Verlustle1stung bedlngte
Wérme abzufiihren. Gem&B der Erfindung soll die Warme von

Chips, die mit bekannter Drahtbondtechnik mit einem Multi-
chipverdrahtungstréager verbunden sind, lber Wérmeleitmittel



auf das Elektronikgehduse weitergeleitet werden, wobei die .
Elektronikgehéduse durch Freie Konvektion unter Ausnutzung der
Kaminwirkung durch erzwungene Konvektion mit LUftern, durch
angrenzende Fliissigkeitskiinlsysteme oder durch mechanische
Verbindungen zum Geré&techassis gekﬁhlt Werden kénnen.

In diesem Zusammenhang isﬁ aus der DE-0S 31 10 806 eine
Wérmeableitungsvorrichtung flir gehduselos montierte elektro-
nische Schaltungen mit hoher Verlustleistungsdichte bekannt,
die aus einer Trégerplatte besteht, bei der auf der einen
‘Seite die Chips und auf der anderen Seite gut wérmeleitende
Stifte befestigt sind., Die Stifte stecken in Bohrungen einer
Leiterplatte. Die Uberstehenden Enden werden von einem
Kihlmedium umstromt. Bei dieser Vorrichtung ist es aber nach-
teiligt, daB Durchbriiche im Stiftraster in der Leiterplatte
‘vorgesehen werden mﬁssén, wodurch Verdrahtungsraum verloren-
geht und die Packungsdichte sinkt. ,

Aus der Zeitschrift IBM Journal of research and development,
Vol. 26, No. 1. von 1982, Seiten 55 ff, ist es bekannt, die in
Flip-chip-Technik auf einem Tréager aufgebrachten Chips zu
kilhlen. Dazu werden Stempel als Warmeleitelemente mit Hilfe
von Druckfedern auf die Riickseite der Chips gedriickt. Die
Druckfedern reichen bis zu einer wassergekiihlten Metallplatte,
so daB eine gute Warmeabfuhr erreicht wird. Diese LOsung
bendtigt aber einen erheblichen konstruktlveh Aufwand zur
Flihrung und Federung der Warmeleitelemente.

Ziel der Erfindung
Die Erfindung hat das Ziel, von drahtgebondeten Chlps von der
Bondselte einfach und effektiv die Verlustwédrme abzufiihren.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Warmeablei-
tungsvorrichtung der vorgenannten Art vorzuschlagen, bei der
eine direkte Wérmeableitung von der Bondseite der Chips gege-
ben ist, der Zugang zu den Bondinseln erhalten bleibt und
keine mechanische Belastung der Bonddrihte der Chips auftritt.



ErfindungsgeméB wird die Aufgabe dadurch geldst, daB ein auf
dem Verdrahtungstréger angeordnetes Chip unter Freilassung
seiner Bondinseln auf dem Zentralbereich der Bondseite ent-
sprechend der Chipgeometrie mit einem Warmeleitstempel .
verbunden ist und der Wérmeleitstempel Uber ein Wérmeleit-
mittel mit dem Schaltungsgehduse in Warmekontakt ist.
Weiterhin ist es glinstig, daB das Wérmeleitmittel eine Warme-
leitpaste ist und innerhalb einer Fldche, die von einer Nut im
Warmeleitstempel begrenzt wird, angeordnet ist.

Das Warmeleitmittel kann auch als federndes Druckelement
ausgebildet werden. _

Als vorteilhaft hat sich auch erwiesen, daB der Wirmeleit- _
stempel in HGhe der Bondinseln des Chips mit einem umlaufenden

Einzug versehen ist.

Ausfihrungsbeispiel

Die Erfindung wird anhand eines Ausfihrungsbeispiels erléu-
tert. In der Zeichnung ist ein Multichiptréger 1 mit Leiter-
bahnen 2 dargestellt, auf dem zwei Chips 3 (Nacktchipé)'in der
GroBe von ca. é mm X 8 mm und gréBer durch ein Klebemittel 4
bekannter Art fixiert und durch Bonden elektrisch kontaktiert
sind. Auf der aktiven Seite der Chips 3 wird nach der
fotolithographischen Strukturierung der Bondinseln 5 und der
Leiterbahnen dﬁrch chemische Schichtabscheidung eine diinne,
elektrisch isolierende Schicht S in einer Dicke von ca. 20 e
abgeschieden, die iiber den Bondinseln 5 durch einen Atzvorgang
entfernt wird. Die Bondstellen auf dem Chip und der Tréger-
leiterplatte werden durch Harz geschiitzt, und in dem der Chip-
geometrie angepaBten Bereich wird ein metallischer Wirmeleit-
stempel 6 aufgeklebt. Der Warmeleitstempel 6 kann verschiedene
Formen aufweisen, er kann die Abmessungen des Klebebereiches
beibehalten, vorteilhaft ist es aber, den Querschnitt zu
vergroBern, indem beispielsweise in Hohe der Bondinseln 5 des
Chips 3 ein umlaufender oder lediglich auf einigen

Seiten eingearbeiteter Einzug 7 vorgesehen ist, Durch diese
MaBnahme bleiben die Kontaktverbindungen zwischen den Bond-
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inseln 5 und den Leiterbahnen 2 des Multichiptrégers 1
zuganglich. Zum Schutz gegen mechanische Beanspru-

chungen konnen die Bondinseln 5 oder die erwdhnten Leiter-
bahnen 2 mit Epoxydharz;versehen werden. Auf der Gehéuséseite
wird der Wérmeleitstempei mit einem Wé&rmeleitmittel 8 in Fornm
eines federnden Druckelementes oder einer Warmeleitpaste
versehen. Dadurch wird unter Beibehaltung einer guten
Reparaturméglichkeit und der Realisierung eines einfachen
Toleranzausgleiches eine gute Wérmeableitung zum Schaltungs-
gehéuse 9 geschaFFen. Wird die Wérmeleitpaste eingesetzt, dann”
ist es glinstig, im Warmeleitstempel 6 an der Peripherie der
Gehduseseite eine umlaufende Nut 10 vorzusehen, um einen
OberschuB an Wérmeieitpaste bei der Montage aufzufangen.

Durch die Erfindung ist ein direkter Warmekontakt zwischen 
Schaltungsgehduse 9 und Chip 3 gegebén. Da der Multichiptréger
1 keine Durchbriiche fir einen Kihlkérper benotlgt kann der -
Verdrahtungsraum maximal genutzt werden. AuBerdem erfolgt eine
Trennung der elektrischen AnschluBebene von der Beluftungs-
fléche., '
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Warmeableitungsvorrichtung fir auf Multichiptréger gebon-
dete elektronische Schaltungen, deren Verlustleistungs-
warme Uber je einen Wérmeleitstempel an das Schaltungs-
gehéusé weitergeleitet wird, dadurch gekennzeichnet, daB
ein auf dem Verdrahtungstrédger angeordnetes Chip (3) unter
Freilassung seiner Bondinseln auf dem Zentralbereich der
Bondseite entsprechend der Chipgeometrie mit einem War-
meleitstempel (6) verbunden ist und der Warmeleitstem-
pel (6) Uber ein Warmeleitmittel (8) mit dem Schaltungs-
gehduse (9) in Warmekontakt ist.

Wérmeableitungsvorrichtung nach Punkt 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Wérmeleitmittel (8) eine Wirmeleit-

paste ist und innerhalb einer Fléche, die von einer Nut

(10) im Warmeleitstempel (6) begrenzt wird, angeordnet
ist.

Warmeableitungsvorrichtung nach Punkt 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Wérmeleitmittel (8) ein federndes Druck-
element ist.

Wérmeableitungsvorrichtung nach Punkt 1) dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Wérmeleitstempel (6) in Hohe der Bond-
inseln des Chips (3) mit einem umlaufenden Einzug verse-
hen ist.

Hierzu 1 Seite Zeichnungen
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